
JP 4653208 B2 2011.3.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形部材の製作に用いる高速射出成形システムであって、
　原料液を注入するための中空のキャビティと複数の通路を備えた金型と、
　前記各通路中に前記金型を冷却するための冷却流体を提供する冷却流体供給源と、
　移動可能に設置され、前記金型に選択的に接触して加熱を行うか、前記金型から分離さ
れる加熱部材と、を含み、
　前記加熱部材が複数の電熱棒と、各前記電熱棒の一端を固定する連結座部とを含み、
　前記金型がさらに複数の挿入孔を備え、各前記挿入孔が各前記電熱棒を挿入するために
用いられる少なくとも１つの開放端を備えることを特徴とする、
　高速射出成形システム。
【請求項２】
　さらに原料液を押し動かして前記キャビティ内に注入する成形機を含むことを特徴とす
る、請求項１に記載の高速射出成形システム。
【請求項３】
　前記金型がさらに前記キャビティに連通された注入路を含み、且つ前記成形機が前記注
入路に連結されたことを特徴とする、請求項２に記載の高速射出成形システム。
【請求項４】
　さらに前記金型を型開きまたは型閉じ状態に作動させるために用いられる金型開閉装置
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の高速射出成形システム。
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【請求項５】
　前記挿入孔が前記通路と交互に配列されたことを特徴とする、請求項１に記載の高速射
出成形システム。
【請求項６】
　射出成形部材の製作に用いる高速射出成形システムであって、
　原料液を注入するための中空のキャビティと複数の通路を備えた金型と、
　前記各通路中に前記金型を冷却するための冷却流体を提供する冷却流体供給源と、
　移動可能に設置され、前記金型に選択的に接触して加熱を行うか、前記金型から分離さ
れる加熱部材と、を含み、
　前記加熱部材が複数の電熱棒と、各前記電熱棒の一端を固定する連結座部と、導熱板を
含み、
　前記導熱板が選択的に前記金型に接触されるか、前記金型から分離され、且つ、前記電
熱棒が前記導熱板の中に埋設されたことを特徴とする、
　高速射出成形システム。
【請求項７】
　前記金型と前記導熱板がそれぞれ相互に組み合わされる凹凸構造を備え、前記金型と前
記導熱板間の接触面積を増加するために用いられることを特徴とする、請求項６に記載の
高速射出成形システム。
【請求項８】
　前記金型が複数の平行な溝部を備え、且つ導熱板が複数の平行なリブ部を備え、各前記
リブ部の断面形態が各前記溝部の断面形態に合致することを特徴とする、請求項７に記載
の高速射出成形システム。
【請求項９】
　各前記電熱棒が各前記該リブ部内に埋設されたことを特徴とする、請求項８に記載の高
速射出成形システム。
【請求項１０】
　さらに前記金型を加熱するための高温流体を各前記通路中に提供する高温流体供給源を
含むことを特徴とする、請求項１に記載の高速射出成形システム。
【請求項１１】
　さらに各前記通路中に高速気流を発生させ、各前記通路中に残存する高温流体または冷
却流体を排出するために用いる排液装置を含むことを特徴とする、請求項１０に記載の高
速射出成形システム。
【請求項１２】
　さらに移動可能に設置され、前記金型に接触し、冷却するために用いられる冷却板を含
むことを特徴とする、請求項１に記載の高速射出成形システム。
【請求項１３】
　さらに前記加熱部材を移動させるために用いられる移動装置を含むことを特徴とする、
請求項１に記載の高速射出成形システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は射出成形に関し、特に、金型の加熱仕事率を向上し、射出成形効率を高めるこ
とができる、高速射出成形システムに関する。　　　　　　　　　　　
【背景技術】
【０００２】
　高速射出成形システムにおいて、金型は先に相対的に高温の作業温度まで加熱し、キャ
ビティに注入される原料液に良好な流動性を維持させ、迅速にキャビティ全体に充填でき
るよう確保する必要がある。続いて、金型は型開き温度まで迅速に冷却し、型を開いて射
出成形部材を取り出さなければならない。
【０００３】
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　図１に示すように、従来技術の高速射出成形システムにおいて、金型１は複数の通路２
を備えている。これら通路２は頭尾を直列に連結し、出入水管路に連結することができる
。通路２はまた平行に並列させて出入水管路に連結することもできる。金型１を閉じる前
に、通路２の中に高温蒸気が注入され、これにより成形金型１を加熱し、その後型を閉じ
て成形を行う。成形完了後、通路２には冷却水が導入され、冷却速度を加速し、成形金型
１をできるだけ速く型開きできるようにする。通路２は高温蒸気または冷却水の通過に供
することができ、金型１の加熱と冷却に同時に用いられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、通路２に制限され、高温流体と金型１の熱交換率を効率的に向上するこ
とができない。高温流体の流量を単純に増加させると、高温流体に通路２を迅速に通過さ
せることしかできず、熱交換率を向上したい場合は高温流体と金型２の接触面積を増加す
る必要がある。接触面積を増加する方法には、通路２の数量を増加する方法と通路２の口
径を大きくする方法があるが、通路２の数量を増加する方法と通路２の口径を大きくする
方法のいずれも、金型１中の中空構造が大きくなり、金型１の応力不足につながってしま
う。
【０００５】
　加熱仕事率を向上できないという問題を解決する方法は、電熱部材を利用して金型を加
熱することであり、よく見受けられる方法には、金型中に電熱棒等の電熱部材を埋設した
ものがあり、入力電力の上昇によって簡単に加熱効率を向上することができる。しかしな
がら、入力電力を上げると同時に、電熱部材の温度も上昇してしまう。金型の冷却過程に
おいて、電熱部材の残余熱量が逆に冷却効率に影響し、冷却時間が長くなってしまい、射
出成形効率を真に向上することができない。金型に接触しない誘導加熱コイルは、残余熱
量が冷却効率に影響する問題はないものの、誘導加熱コイルは局部的に金型表面を加熱で
きるのみであり、大型の金型においては加熱効率が優れないという問題がある。このため
、いかに加熱効率を向上し、かつ残余熱量が冷却効率に影響する問題を回避するかが技術
的な課題となっている。
【０００６】
　本発明の目的は、加熱部材の高温が後続の冷却過程に影響せず、加熱部材の加熱仕事率
を大幅に向上させることができ、射出成形の速度を加速することができる高速射出成形シ
ステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達するため、本発明の高速射出成形システムは、射出成形部材の製作に用
いられ、このシステムは金型、冷却流体供給源、及び加熱部材を含み、前記金型は中空の
キャビティと複数の通路を含み、そのうち、前記キャビティは原料液をその中に注入する
ために用いられ、前記冷却流体供給源は冷却流体を各通路に提供し、冷却流体により金型
を冷却して液状樹脂の冷却固化過程を加速するために用いられ、前記加熱部材は複数の電
熱棒と、各前記電熱棒の一端を固定する連結座部とを含み、移動可能に設置され、前記金
型に選択的に接触させてそれを加熱するか、金型から分離することができ、これにより、
前記加熱部材で金型を加熱する必要がなくなったとき、前記加熱部材を金型から離脱させ
、残余熱量が金型を加熱し続けることがないようにすることができる。
【発明の効果】
【０００８】
　加熱部材を金型から離脱させることができるため、残余熱量が金型を加熱し続けること
がない。このため、加熱部材はより高い加熱電力で加熱を行うことができ、加熱部材の高
温が冷却効率に影響する問題を考慮する必要がない。これにより、本発明は加熱時間を短
縮すると同時に、良好な冷却効率を維持し、射出成形の効率を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００９】
　［実施例１］
　図２に本発明の実施例１の高速射出成形システムを示す。この高速射出成形システムは
射出成形部材の製作に用いられ、金型１０、金型開閉装置２０、成形機３０、温度制御装
置４０、加熱部材５０、及び移動装置６０を含む。
【００１０】
　図２に示すように、金型１０はオス型１１とメス型１２を含み、オス型１１とメス型１
２はそれぞれ相互に対応する突出または凹陥構造を備え、オス型１１とメス型１２を相互
に結合させた後、オス型１１とメス型１２の間に中空のキャビティ１３が形成され、原料
液をその中に注入するために用いられる。キャビティ１３に充填する原料液を冷却固化さ
せた後、形態がキャビティ１３に合致する射出成形部材が形成される。オス型１１はキャ
ビティ１３に連通する注入路１１１を備え、且つ成形機２０が注入路１１１に連結される
。成形機３０の材料送りねじ（図示しない）が同時に回転して供給を行い、原料液を押し
て注入路１１１を通過させ、キャビティ１３中に注入する。金型１０はさらに複数の通路
１４と挿入孔１５を含む。そのうち、通路１４と挿入孔１５はオス型１１またはメス型１
２のいずれか１つに設けるか、オス型１１とメス型１２に同時に設置することもできる。
本実施例において、通路１４と挿入孔１５はすべてメス型１２に設置されており、且つ挿
入孔１５は通路１４と交互に配列され、また、各挿入孔１５は少なくとも１つの開放端を
有する。
【００１１】
　図２に示すように、金型開閉装置２０はオス型１１とメス型１２を駆動して相互に閉じ
合わせ、型閉じを行うか、相互に分離させ型開きを行うために用いられる。金型開閉装置
２０は油圧装置、マルチリンク式アクチュエータ、或いは線形送りねじアッセンブリとす
ることができる。本実施例において、金型開閉装置２０は油圧装置とし、支持体２１及び
少なくとも１つの油圧シリンダ２２を含む。そのうち、前記支持体２１と油圧シリンダ２
２は機台２４に設置され、且つ油圧シリンダ２２の駆動棒２３が支持体２１に穿通され、
且つ金型１０のメス型１２に連結され、メス型１２が機台２４上に移動可能に設置される
。オス型１１は機台２４上に固定して設置され、油圧シリンダ２２の駆動棒２３がメス型
１２を直線的に移動させてオス型１１に閉じ合わせ、金型１０の型閉じを行う。或いは、
メス型１２を直線的に移動させてオス型１１から離脱させ、金型１０の型開きを行う。
【００１２】
　図２に示すように、温度制御装置４０は金型１０の温度を制御するために用いられ、原
料液が金型１０に注入される前に、高温流体を通路１４中に提供し、金型１０に対して加
熱を行う。成形完了後、温度制御装置４０は冷却流体を通路１４中に提供し、金型１０に
対して冷却を行う。温度制御装置４０は高温流体供給源４１、冷却流体供給源４２、及び
排液装置４３を含み、通路１４の一端に連結され、且つ通路１４の他端から流体を回収す
る。高温流体供給源４１は例えば高温蒸気などの高温流体の提供に用いられる。冷却流体
供給源は例えば冷却水などの冷却流体の提供に用いられる。排液装置４３は吸引またはポ
ンプ送りの方式で通路１４中に高速気流を発生し、通路１４中に残存する高温流体または
冷却流体を排出するために用いられる。
【００１３】
　図２、図３、図４に示すように、加熱部材５０は移動可能に設置され、選択的に金型１
０に接触、または金型１０から分離させることができる。加熱部材５０は複数の電熱棒５
１及び連結座部５２を含み、そのうち、各電熱棒５１の一端が連結座部５２に固定され、
各電熱棒５１相互に平行に配列され、且つ金型１０の挿入孔１５に対応する。各電熱棒５
１はそれぞれ導線により作業電流を取得し、加熱作業電流を各電熱棒５１で発生する。移
動装置６０は機械アームまたは油圧シリンダ、線形送りねじアッセンブリ、ピニオンとラ
ックの結合とすることができる。加熱部材５０の連結座部５２は移動装置６０に連結され
、移動装置６０が連結座部５２を動かして電熱棒４１を挿入経路に沿って移動させる。挿
入経路は挿入孔１５に平行な軸線とする。メス型１２が型開き位置まで移動されると、挿
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入経路がそれぞれ各挿入孔１５の軸線と重なり合う。このため、電熱棒１５が插設経路に
沿ってメス型１２まで移動されると、各電熱棒５１はその対応する挿入孔１５中に挿入さ
れてメス型１２に接触し、メス型１２に対して加熱を行うことができる。
【００１４】
　実施例１は射出成形作業時に用いられ、その過程は次のとおりである。
【００１５】
　図２に示すように、射出成形作業を開始するとき、または前回の射出成形作業が完了し
た後、金型１０は型が開いた状態を呈し、前回の射出成形作業が完了した射出成形部材は
このとき取り出すことができる。これと同時に、高温流体供給源４１が高温流体の提供を
開始し、通路１４の中を通って金型１０の加熱を開始する。
【００１６】
　図４と図５に示すように、移動装置６０が加熱部材５０を移動し、電熱棒５１を挿入孔
１５に挿入してメス型１２に接触させる。電熱棒５１は同時に通電され、メス型１２に対
して加熱を開始する。電熱棒５１はその動作上限までの大電流を導入でき、金型１０の温
度が作業温度まで加熱されるのを加速することができる。電熱棒５１の仕事率が短時間内
に金型１０を作業温度まで加熱するに足るとき、温度制御装置４０は高温流体を通路１４
中に提供する必要がなくなる。すなわち、金型１０は電熱棒のみで加熱すればよく、高温
流体でさらに加熱する必要はない。
【００１７】
　図６に示すように、メス型１２の温度が作業温度に達したとき、高温流体供給源４１は
高温流体の供給を停止し、同時に作業電流の電熱棒５１への通電も停止して金型２０に対
する加熱を停止する。同時に、加熱部材５０も移動装置により動かされてメス型１２を離
脱し、電熱棒５１が挿入孔１５を離れ、金型に接触しなくなり、電熱棒５１そのものの高
温がメス型１２を加熱し続け、メス型１２の温度が高すぎて後続の原料液の冷却固化の時
間が延長されるのを回避する。電熱棒５１が挿入孔１５を離脱した後、金型開閉装置３０
がメス型１２を駆動してオス型１１に閉じ合わせ、型閉じ作業が完了する。続いて成形機
２０が金型１０に原料液を注入し、原料液をキャビティ１３に充填する。
【００１８】
　注入完了後、即ち原料液をキャビティ１３に充填した後、まず排液装置４３で通路１４
中に残存する高温流体を排出し、続いて冷却流体供給源４２が冷却流体を提供し、通路１
４中に導入して金型１０を冷却する。成形機２０がキャビティ１３中の原料液の圧力を維
持し、且つ冷却流体供給源４２が継続して金型１０を冷却する。キャビティ１３表面の温
度が型開き温度に到達したとき、冷却流体供給源４２が冷却流体の供給を停止する。この
とき加熱部材５０の電熱棒５１はすでに金型１０を離脱しているため、高温の電熱棒５１
はメス型１２との熱交換を継続して行うことがなく、これにより加熱部材５０が冷却過程
に影響するのを回避し、冷却に必要な時間を大幅に短縮することができる。
【００１９】
　最後に、型開き装置３０がメス型１２を駆動してオス型１１から離脱させ、図７に示す
ように、キャビティ１１表面が露出される。このとき同時に高温流体供給源４１が高温流
体の提供を開始し、通路１４の中に導入して再度金型１０の加熱を開始し、次回の射出成
形作業の準備を行う。同時に適度に加熱された金型１０は射出成形部材の離型にも有利で
ある。
【００２０】
　本発明の精神は、加熱部材５０が大電流を受け入れる方式を通して容易に金型１０に対
する加熱効率を向上し、金型１０の加熱に必要な時間を短縮できることにある。加熱完了
後は、金型１０から離脱させ、熱交換を行わないようにし、高温の加熱部材５０が原料液
の冷却固化過程に影響するのを回避する。これにより、本発明は加熱時間を短縮すると同
時に、良好な冷却効率を維持し、冷却時間を延長してしまうことがない。
【００２１】
［実施例２］
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　図８に本発明の実施例２の高速射出成形システムを示す。この高速射出成形システムは
射出成形部材の製作に用いられ、温度制御装置４０がさらに、機台２４上に移動可能に設
置され、伝動装置２５により駆動される冷却板４４を含む。前記冷却板４４はメス型１２
の外側に配置され、即ち、メス型１２と金型開閉装置２０の支持体２１の間に配置される
。伝動装置２５は冷却板４４の移動に用いられ、冷却板４４を金型１０のメス型１２に接
触させ、冷却板４４がメス型１２から吸熱を行い、金型１０の全体の温度を型開き温度ま
で下げる速度を加速する。冷却板４４は熱電発電機（Ｔｈｅｒｍｏｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｇ
ｅｎｅｒａｔｏｒ）を含む金属板、または冷却管路を備えた金属板とすることができる。
冷却板４４は金型１０の一部分ではないため、その応力強度は成形条件の要求に合わせる
必要がない。冷却板４４の応力要求を考慮する必要がないため、冷却板４４中の冷却構造
は最大冷却仕事率の要求を容易に達することができ、金型１０の冷却過程を加速すること
ができる。
【００２２】
　このほか、冷却板４４は型閉じ作業の完了後、メス型１２に接触させ、メス型１２の外
側表面の降温を開始し、金型１０に対する冷却作業を早くから行うことができる。冷却板
４４はメス型１２の表面から降温を開始するため、すぐにキャビティ１３の表面温度を変
化させることはなく、このため液状樹脂は高温を維持したまま充分に流動し、キャビティ
１３を満たすことができる。
【００２３】
［実施例３］
　図９と図１０に本発明の実施例３の高速射出成形システムを示す。その加熱部材５０は
複数の電熱棒５１と導熱板５３を含む。導熱板５３は高熱伝導係数の材質から成り、且つ
電熱棒５１は導熱板５３の中に埋設される。導熱板５３は移動装置６０に連結され、移動
装置６０は導熱板５３を動かして移動させ、メス型１２の外側面に接触させる。電熱棒５
１が電力を受けて発熱した後、導熱板５３がメス型１２に対し加熱を行うことができる。
【００２４】
　図１１と図１２に示すように、導熱板５３と金型１０間の接触の熱抵抗を低くするため
、金型１０と導熱板５３間の接触面積を大きくする必要がある。このため、メス型１２の
外側表面と導熱板５３の外側表面にそれぞれ相互に組み合わされる凹凸構造を形成し、こ
れにより金型１０と導熱板５３間の接触面積を増加する。そのうち、メス型１２の外側表
面に複数の平行な溝部１２１を設け、通路１４は相隣する溝部１２１の間の突出区域を通
るようにする。導熱板５３の表面には複数の平行のリブ部５３１を形成し、電熱棒５１が
リブ部５３１中に埋設され、且つ各リブ部５３１の断面形態は溝部１２１の断面形態に合
致するようにし、金型１０と導熱板５３はリブ部５３１を溝部１２１に結合させることで
接触面積が増加される。
［変形例］
【００２５】
　図１３に本発明の変形例に係る高速射出成形システムを示す。本例は別の形態の加熱部
材５０を開示しており、誘導加熱コイル５４、導磁板５５、及び導熱板５３を含み、その
うち、導磁板５５は導磁率が比較的優れた金属から成り、導熱板５３の外側面に結合され
、且つ誘導加熱コイル５４は少なくとも１つの絶縁部材５４１を介して導磁板５５の外側
面に結合され、これにより誘導加熱コイル５４が導磁板５５に接近しているが、接触しな
い状態とされる。誘導加熱コイル５４に高周波交流電流が導通されると、導磁板５５に対
して磁場の変化が発生し、導磁板５５の外側面が磁場の変化に誘導されて渦電流を発生し
、渦電流が導磁板５５を発熱させ、熱量が導熱板５３へと伝導される。導熱板５３は移動
装置６０に連結され、移動装置６０が導熱板５３を動かして移動させ、メス型１２に接触
させてメス型１２に対して加熱を行わせる。
【００２６】
　図１４に示すように、導磁板５５は必須部材ではなく、誘導加熱コイル５４が絶縁部材
５３１を介して導熱板５３の外側面に結合され、これにより誘導加熱コイル５４が導熱板
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５３に接近しているが、接触しない状態とされる。誘導加熱コイル５４に高周波交流電流
が導通されると、導熱板５３に磁場の変化が発生し、導熱板５３の外側面が磁場の変化に
誘導されて渦電流を発生し、渦電流が導熱板５３を発熱させ、メス型１２を加熱すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】従来の技術における射出成形システムの断面図である。
【図２】本発明の実施例１の断面図である。
【図３】実施例１において加熱部材がメス型から離脱した状態を示す立体図である。
【図４】実施例１において加熱部材がメス型に接触した状態を示す立体図である。
【図５】本発明の実施例１の射出成形の過程を示す断面図１である。
【図６】本発明の実施例１の射出成形の過程を示す断面図２である。
【図７】本発明の実施例１の射出成形の過程を示す断面図３である。
【図８】本発明の実施例２の断面図である。
【図９】本発明の実施例３において加熱部材がメス型に接触した状態を示す立体図である
。
【図１０】本発明の実施例３において加熱部材がメス型から離脱した状態を示す立体図で
ある。
【図１１】本発明の実施例３の別の形態の加熱部材がメス型から離脱した状態を示す断面
図である。
【図１２】本発明の実施例３の別の形態の加熱部材がメス型に接触した状態を示す断面図
である。
【図１３】本発明の変形例において加熱部材がメス型から離脱した状態を示す断面図であ
る。
【図１４】本発明の変形例において加熱部材がメス型から離脱した状態を示す断面図であ
る。
【符号の説明】
【００２８】
１・・・・・・金型
２・・・・・・通路
１０・・・・・金型
１１・・・・・オス型
１１１・・・・注入路
１２・・・・・メス型
１２１・・・・溝部
１３・・・・・キャビティ
１４・・・・・通路
１５・・・・・挿入孔
２０・・・・・金型開閉装置
２１・・・・・支持体
２２・・・・・油圧シリンダ
２３・・・・・駆動棒
２４・・・・・機台
２５・・・・・伝動装置
３０・・・・・成形機
４０・・・・・温度制御装置
４１・・・・・高温流体供給源
４２・・・・・冷却流体供給源
４３・・・・・排液装置
４４・・・・・冷却板
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５０・・・・・加熱部材
５１・・・・・電熱棒
５２・・・・・連結座部
５３・・・・・導熱板
５３１・・・・リブ部
５４・・・・・誘導加熱コイル
５４１・・・・絶縁部材
５５・・・・・導磁板
６０・・・・・移動装置

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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